
BEWERKINGSPROBLEMEN EN MOGELIJKE OORZAKEN

WE IMPROVE SURFACES

FOUTENANALYSE BIJ GLIJSLIJPINSTALLATIES
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De massa wordt niet juist 
rondgedraaid      

Geen vibratie van de trilbak     

Onderdelen blijven op de chips 
liggen    

Onderdelen zijn beschadigd of 
verbogen     

Onderdelen zijn beschadigd        

De oppervlakte is te ruw      

Onderdelen kleven aan elkaar     

Niet voldoende materiaal- 
verwijdering         

Te veel schuim  

Onderdelen worden donker    

Onderdelen worden niet schoon     

Onderdelen zijn gevlekt     

Onderdelen gaan roesten   

 

PROBLEEM REDEN / OORZAAK

*

  Mogelijke oorzaak    	   Waarschijnlijke oorzaak
  Mogelijke oorzaak, toepassing van ATK adhesie-kogels aanbevolen

	                                        Alleen bij keramische chips
*
*


